
                          

전자부품의 발열량 측정솔루션 

포톤데이즈(주) 

3rd ℃ 

Model : PTD-TM01 

 * 솔루션의 원리와 특징 

실동작중인 전자부품/모듈의 발열량을 측정 및 해석하는 기술로, 방열설계가  필수적인 

IT/전자제품, 고집적 단말기, 반도체팩키지, 전장 및 PCB 설계/개발의 기본 Tool로 활용 

공랭식 HEAD의 풍량을 변화시켜 그에 따른 샘플의 온도변화를 계측하고 고도의 수학적 

알고리즘과  계산과학을 적용하여 전자부품/모듈의 동작모드별 발열량을 측정함 (특허 출원) 

    ◈ 전자부품의 발열량을 고정밀도로 계측이 가능함 (오차 ~±5%) 

    ◈ 실제 동작하는 회로상에서 직접 계측이 가능함 (기판측 방열 포함) 

    ◈ 열해석 시뮬레이션과의 연동으로,열 설계프로세스의 정밀도를 대폭 향상 

 * 솔루션의 개념 및 측정예 

Controller (Model1,2) 측정 Head (Large,Medium) 측정 Algorithm 및 SW 
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측정알고리즘 및 플로우차트 측정 GUI 

보드PC (라즈베리 Pi3) 동영상 재생 모드별 CPU 발열량 측정결과 5회 반복성 확인 결과 (샘플: 고정저항체 및 세라믹 히터) 


